
บ ท ท ี่ 1

บทนำ
ค ว า ม เป ็น ม า และค ว า ม สำค ้ญ ของป ัญ ห า

การบูรณะฟันในปัจจุบันนิยมใช้วัสดุที่มีสีเหมือนฟันมากขึ้นและวัสดุที'ได้รับความนิยม 

อย่างมากคือ เรชิน คอมโพลิต เนื่องจากมีสีสันและความสวยงามใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ 

ลามารถตกแต่ง และเติมสีเลียนแบบฟันธรรมชาติได้ดี โดยเฉพาะเมือใช้บูรณะฟันหน้าเซ่นแควิดี 

class IVการบูรณะเพื่อความสวยงาม เซ่นการเปลี่ยนรูปร่างฟันการปิดซ่องห่างระหว่างฟัน ซึง 

ต้องทำการบูรณะในล้วนด้านประชิดฟันต่อไปถึงส'วนปลายฟัน เพื่อให้เกิดความสวยงามสูงสุด 

หรือในฟันหลังที่ต้องมีการบูรณะด้านประชิดฟัน(Class II) วิธีการหน่ึงซึ่งใช้ในการบูรณะฟันด้วยเร 

ชิน คอมโพลิตที่มีความหนามากกว่า 2 มิลลิเมตรในโพรงฟัน (Cavity) ที่ลึก ได้แก่ การบูรณะเป็น 

ชันๆ (Layering technique) การบูรณะวิธีนีจะใช้เครื่องมือในการช่วยแต่งรูปทรง รูปร่างของฟัน 

โดยเฉพาะล้วนด้านประชิดของฟัน อาจใช้แผ่นพลาสติกใส (Celluloid matrix) หรือแผ่นโลหะบางๆ 

(Metal matrix^อบรอบด้านประชิดเพื่อให้ได้จุดสัมผัสด้านประชิดที่ดี และมีรูปร่างที่เหมาะลม

เมื่อทำการบูรณะด้วยเรชิน คอมโพลิตโดยการเติมวัสดุเป็นซนๆ พื้นผิวแต่ละชั้นจะสัมผัส 

กับออกซิเจนในอากาศเกิดเป็นชั้นที่เรียกว่า ออกซิเจนอินฮิบิทเทตเลเยอร์ (Oxygen Inhibited 

Layer) ขืน โดยมีความเชื่อว่าออกซิเจนอินฮิบิทเทตเลเยอร์นี้ เป็นชั้นที่มีความจำเป็นต่อการเกิด 

พันธะเชื่อมต่อที่แข็งแรงในการยึดติดระหว่างเรชิน คอมโพลิตในการบูรณะ เนื่องจากมีส่วนของ 

คาร์บอนพันธะคู่หลงเหลืออยู่บรืเวณพื้นผิวดังกล่าว ดังนั้นเมื่อทำการบูรณะชั้นต่อไปจึงมักจะ 

พยายามรักษาออกซิเจนอินฮิบิทเทตเลเยอร์นั้ไว้ เพราะเชื่อว่าจะมีพันธะเชื่อมต่อที่แข็งแรงระหว่าง 

ช้ัน1ของวัสดุบูรณะ

ในชั้นตอนของการบูรณะ มีหลายสถานการณ์ที่อาจทำให้ออกชิเจนอินฮิบิทเทตเลเยอร์ 

หายไป เซ่น การเกิดการปนเปีอน (Contamination) ได้แก่ การปนเปีอนโดยนั้า นั้าลายหรือเลือด 

การบูรณะฟันหน้าที่ต้องใช้แผ่นพลาสติกใส ก้ันระหว่างซี'ฟัน ซึ่งอาจบาดขอบเหงือก ทำให้มีเลือด 

มาปนเปีอน หรือในการบูรณะฟันที่ไม่ได้ใส่แผ่นยางกันนำลาย ก็อาจเกิดการปนเปีอนจากนั้าลาย 

ได้เซ่นกัน

การใช้แผ่นพลาสติกใส (Celluloid matrix) หรือแผ่นโลหะบางๆโอบรอบด้านประชิดเพื่อให้ 

ได้จุดสัมผัสด้านประชิดที่ดี และมีรูปร่างที่เหมาะสมก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งซึ่งอาจทำให้รบกวนการ
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เกิดออกซิเจนอินฮิบิทเทตเลเยอร์ปกติ ในส่วนของวัสดุบูรณะที'สัมผัสกิ'บแผ่นพลาสติกใส 

(Celluloid matrix) หรือแผ่นโลหะบางๆทั้งๆที,ไม่ได้มีการปนเปีอนในขณะบูรณะฟันเลย

ในกรณีที่เกิดการปนเปีอนระหว่างขั้นตอนการบูรณะทั้น การเตรียมพื้นผิวหลังการ 

ปนเปีอนเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเพิ่มการยึดติดระหว่างขั้นเรซิน คอมโพสิต การกำจัดสิ่งปนเปีอน 

ออกลามารถทำได้หลายวิธี รวมทั้งการใช้สารยึดติดร่วมด้วย ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิตได้มีการพัฒนา 

สารยึดติดเพื่อความสะดวกในการใช้งาน โดยพยายามลดขั้นตอนการทำงานให้มีความยุ่งยาก 

น้อยลง จากการที่มีขั้นตอนในการทำงาน 3 ขั้นตอน คือ ใช้กรดฟอสพ่อริกกัดพื้นผิว ข้ันตอนการทา 

สาร'ไพรเมอร์ และขันตอนการทาสารยึดติด ต่อมาได้ทำการผลิตสารยึดติดที่ใช้ขั้นตอนเพียง 2 

ขั้นตอนโดยรวมขั้นตอนทาสารไพรเมอรืเช้ากับขั้นตอนทาสารยึดติด โดยยังคงใช้กรดพ่อสฟอริกกัด 

พื้นผิวฟัน สารยึดติดบางชนิดมีการใช้กรดโมโนเมอร์โดยไม่ได้ใช้กรดพ่อลพ่อริก และรวมขั้นตอน 

การทากรดร่วมกับการทาสารไพรเมอร์ไว้เป็นขั้นตอนเดียว เมื่อทาบนฟันเป็นเวลา 20 วินาทีจึงทา 

สารยึดติด ต่อมาได้พัฒนาสารยึดติดชนิดขันตอนเดียว โดยรวมทั้งสามขั้นตอนไว้ในขั้นตอนเดียว 

มีความสะดวก รวดเร็วในการใช้งาน สารยึดติดต่าง  ๆ เหล่านี้อาจนำมาใช้เตรียมพื้นผิวหลังการ 

ปนเปีอนเพื่อให้ใด้แรงยึดติดที่ดีขึ้น

ในการทดลองนี้จะศึกษาวิธีการเตรียมพื้นผิวหลังการปนเปีอนโดยการใช้สารยึดติดชนิด 

ต่างๆ ว่าชนิดใดที,ให้ค่าความแข็งแรงยึดติดระหว่างขั้นที่ลูงและเหมาะลมที,จะนำมาประยุกต์ใช้ใน 

คลินิก งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแข็งแรงดึงระคับจุลภาคของการยึดติด 

ระหว่างขั้นวัสดุเรซิน คอมโพลิตที่ออกซิเจนอินฮิบิทเทตเลเยอร์ถูกรบกวนโดยการปนเปีอนโดย 

นี้าลาย กับความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของการยึดติดระหว่างขั้นวัสดุเรซิน คอมโพลิตที่มีการ 

เตรียมพื้นผิวโดยใช้สารยึดติดชนิดต่างๆ แบ่งตามขั้นตอนการใช้งาน และใช้วิธีการต่างๆกัน 

ภายหลังการปนเปีอนด้วยนํ้าลาย

วัตถ ุประสงค์ของการวิจ ัย

1. เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของการยึดติดระหว่างขั้นวัสดุเรซิน คอม 

โพลิตท่ีไม,มีการปนเปีอนและที่มีการปนเปีอนโดยนํ้าลาย

2. เพื่อเปรียบเทียบค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของการยึดติดระหว่างขั้นวัสดุเรซิน คอม 

โพลิตที่มีการปนเปีอนโดยนํ้าลาย และมีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างขั้นด้วย 

สารยึดติดชนิดต่างๆกัน แบ่งตามขั้นตอนการใช้งาน และด้วยวิธีการต่างๆกัน
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ข อ บ เ ข ต ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย

การวิจัยนี้เป็นการเปรียบเทียบความแข็งแรงของการยึดติดโดยใช้วัสดุเรชิน คอมโพสิต

ชนิดนาโนฟิลเลอร์ที่มีลีที่แตกต่างกันชัดเจนมาเชื่อมต่อกันและทำการทดสอบค่าความแข็งแรงดึง 

ระดับจุลภาคระหว่างชั้นของวัสดุเรชิน คอมโพลิตในกรณีท่ี

•  มีการปนเปีอนระหว่างชั้นด้วยนี้าลาย

•  ทำการเตรียมพื้นผิวภายหลังจากการปนเปีอนโดยนั้าลาย ก่อนการเชื่อมต่อด้วยสารยึดติด 

ชนิดต่างๆกัน ได้แก่ สารยึดติดชนิดโททอลเอทช์ และเซลฟัเอทช์ โดยจะแบ่งตามชั้นตอน 

การใช้งาน และด้วยวิธีการต่าง  ๆ กัน

โดยมีกลุ่มซ ึ ่งไม่มีการปนเปีอนและทำการเชื่อมต่อทันทีเป็นกลุ่มควบคุม

ข ้อ ต ก ล ง เ บ ื ้ อ ง ต ้น

1. วัสดุเรชิน คอมโพลิตที,ใช้ในการทดลองเป็นชนิดนาโนทิเลเลอร์ท่ีมีลีที,แตกต่างกัน โดยจะใช้ 

ลี B2 และ A3.5 และการเชื่อมต่อระหว่างชั้นพื้นผิวของวัสดุ ชั้นพื้นผิวที่เชื่อมต่อจะต้อง 

เรียบและใม่มีรูพรุนเกิดขึ้นในชั้นวัสดุเรชิน คอมโพลิตเพื่อใหใด้พื้นที่เกิดการเชื่อมต่อที่

ลมบูรณ์

2. ในการเตรียมขึ้นงาน และทำการทดลองจะใช้ผู้ทำการวิจัยเพียงคนเดียว

ข ้อ จ ำ ก ัด ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย

การวิจัยนี้ทำในห้องทดลอง ดังน้ันจึงไม,ลามารถจำลองลภาวะในช่องปากได้อย่างสมบูรณ์

ค ำ ล ัา ก ัญ

Microtensile, Bond strength, Interfacial Surfaces, Resin composites, 

Saliva Contaminated, Dentin Bonding Agents
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อักษรย่อที่ใช้ในงานวิจ้ย่
- Control หมายถึง กลุ่มที, 1 (กลุ่มควบคุม) ที'ทำการเช่ือมต่อช้ันเรซิน คอมโพสิตโดยไม,มีการ 

ปนเปีอนด้วยนํ้าลาย

- Saliva หมายถึง กลุ่มที่ 2 ที,ไม่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพสิต 

ที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลาย

- Acid (SMP) หมายถึง กลุ่มที่ 3 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอมโพ 

ลิตที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรด

- Bond (SMP) หมายถึง กลุ่มที' 4 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอม 

โพสิตที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้สารยึดติดผลิตภัณฑ์ Adper™ Scotchbond 

Multi-purpose™ Plus

- Acid+Bond (SMP) หมายถึง กลุ่มที่ 5 ที'มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้น 

เรชิน คอมโพสิตที'มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้ กรดร่วมกับการใช้ทาสารยึดติด 

ผลิตภัณฑ์Adper™ Scotchbond Multi-purpose™ Plus

- Prime&Bond (OP-solo) หมายถึง กลุ่มที่ 6 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่าง 

ช้ันเรชิน คอมโพลิตที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ OptiBond 

Solo™ Plus

-  Acid+ Prime&Bond (OP-solo) หมายถึง กลุ่มท ี่ 7 ท ี' ม ีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อ 

ระหว่างชันเรชิน คอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วย‘นาลายด้วย,วิธีการ'ใช้ กรดร่วมกับการใช้ทา 

สารยึดติดผลิตภัณฑ์OptiBond Solo™ Plus

- Prime&Bond (One-Step) หมายถึง กลุ่มที่ 8 ที'มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่าง 

ช้ันเรชิน คอมโพสิตทีมการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ONE- 

STEP®

- Acid+ Prime&Bond (One-Step) หมายถึง กลุ่มที่ 9 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อ 

ระหว่างชั้นเรชิน คอมโพสิตที่มีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วย'วิธีการ'ใช้ กรดร่วมกับการใช้ทา 

สารยึดติดผลิตภัณฑ์ ONE-STEP®

- Prime (SE) หมายถึง กลุ่มที' 10 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอม 

โพสิตที่มีการปนเฟ้อนด้วยนํ้าลายด้วย'วิธีการทาสาร'โพรเมอร์ ผลิตภัณฑ์CLEARFIL SE™ 

Bond

Bond (SE) หมายถึง กลุ่มที่ 11 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน คอม

โพลิตที่ม ีการปนเปีอนด้วยนํ้าลายด้วยวิธ ีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์CLEARFIL SE™ Bond
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- Prime&Bond (SE) หมายถึง กลุ่มที่ 12 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน 

คอมโพสิตที่มีการปนเป้อนด้วยนื้าลายด้วยวิธีการทาสารไพรเมอร์และสารยึดติดผลิตภัณฑ์ 

CLEARFIL SE™ Bond

- Bond (S3) หมายถึง กลุ่มที่ 13 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรซิน คอมโพ 

สิตที่มีการปนเป้อนด้วยนื้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ CLEARFIL™ ร3 BOND

- Bond (Adper) หมายถึง กลุ่มที่ 14 ที่มีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นเรชิน 

คอมโพสิตที่มีการปนเป้อนด้วยนื้าลายด้วยวิธีการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ Adper™

Prompt™

- Cohesive B2 คือ cohesive failure หมายถึง ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยมีการแตกหักในชั้น 

ของเนื้อวัสดุเรชิน คอมโพสิตสี B2

- Cohesive A3.5 คือ cohesive failure หมายถึง ความล้มเหลวที่เกิดขึ้นโดยมีการแตกหักในชั้น 

ของเนื้อวัสดุเรชิน คอมโพสิตสี A3.5

- Adhesive คือ adhesive failure หมายถึง ความล้มเหลวที่เกิดขึนโดยมีการแตกหักระหว่างชั้น 

ของวัสดุเรชิน คอมโพสิตสี B2 และสี A3.5

ก า ร อ อ ก แ บ บ ก า ร ว ิจ ัย

การวิจัยเชิงทดลอง (Experimental research)

ฟ ้ญ ห า ข อ ง ก า ร ว ิจ ัย

1. ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของการยึดติดระหว่างชั้นวัสดุเรชิน คอมโพสิตที่มีการ 

ปนเป้อนโดยนื้าลายและมีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นด้วยการใช้สารยึด 

ติดวิธีการต่างๆกันมีความแตกต่างกันหรือไม่

ส ม ม ุต ิ ฐ า น ก า ร ว ิจ ัย

H0: ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของการยึดติดระหว่างชั้นวัสดุเรชิน คอมโพสิตที่มีการ 

ปนเป้อนโดยนื้าลายและมีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นด้วยการใช้สารยึดติด 

วิธีการต่างๆไม,มีความแตกต่างกัน

Ha: ค่าความแข็งแรงดึงระดับจุลภาคของการยึดติดระหว่างชั้นวัสดุเรชิน คอมโพสิตที่มีการ 

ปนเป้อนโดยนื้าลายและมีการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นด้วยการใช้สารยึดติด 

วิธีการต่างๆมีความแตกต่างกัน

หอสบุดกลาง สำนักงานวิทยทรํ'ทยากร 
ธุพาลงกรณํ’มหาวิทยาลัย
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ป ร ะ โ ย ช น ์ท ี ่ค า ด ว ่า จ ะ ไ ด ้ร ับ

1. ทราบผลของการเตรียมพื้นผิววัสดุเรชิน คอมโพสิตชึ่งมีการปนเปีอนโดยนํ้าลายก่อนการ 

เชื่อมต่อระหว่างชั้นด้วยการใช้สารยึดติดวิธีการต่างๆ โดยพิจารณาค่าความแข็งแรงดึง 

ระดับจุลภาค เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกวิธีการเตรียมพื้นผิวที่เหมาะลมที่ให้ค่าแรง 

ยึดติดที่ดี

2. ทราบผลการเตรียมพื้นผิวก่อนการเชื่อมต่อระหว่างชั้นวัสดุเรชิน คอมโพสิตที่มีการ 

ปนเปีอนโดยนํ้าลายด้วยวิธีการใช้สารยึดติดระบบโททอลเอทช์ และเซลฟ้เอทช์ที่แบ่ง 

ชั้นตอนการใช้งานต่างๆกัน และวิธีการต่างๆกัน ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ เพ่ือใช้ 

ประกอบการตัดสินใจในการใช้สารยึดติดในคลินิก
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